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预审部分



				（A001）顾客特殊要求																												文件维护记录
备注：更新的正文内容以蓝色字体显示。

																																更改原因		更改依据				更新时间		更改责任人		审核责任人

				序号		分类		关注
类型		订单预审																				防呆						更新内容简述

作者: 作者:
针对更改前和更改后的内容进行简单描述，新增的写新增


										信息掌握

				1		标记		公用		1)加我公司全套标记(不含周期)及客户型号（有工艺边的加在工艺边上，没工艺边的则加在单元板内），如为无铅表面工艺时，需要加无铅标记和ROHS，如下图：

								公用		2)顾客要求在单元板上加如下周期（无法加时需要与顾客确认）：










注意：对于有金手指的板，周期必须加在BOTTOM面金手指下方防焊区域如下图，非金手指板位置无要求:





















		2				板材		公用		S1141板材替换为IT158板材规则

										S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

										客户代码				技术中心给出替换规则								工程执行要求

										A001				不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材								NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新规范执行。

								预审		有耐CAF性能测试要求(若顾客使用到非以下板材：生益S1141、S1165、S1000、S1000-2、S1170、S1190系列,联茂IT-168、IT-170、IT-180系列,台耀TU-662、TU-668、TU-722、TU-768系列,罗杰斯 RO4350及其他型号、辉腾的不流动半固化片时，请与销售人员确认是否做CAF测试)，
合格标准为：a 孔壁间距0.25MM，2倍最大工作电压，失效时间>350小时，
            b 孔壁间距0.35MM，2倍最大工作电压，失效时间>500小时
使用S1141时，若最小孔壁间距小于等于0.35mm（非同一网络），则
1）建议更改为S1000H或IT-180A板材；   
2）建议让客户按右图更改文件：移相邻孔与玻纤经纬向成45度（如下图:）





				3		叠层阻抗翘曲		公用		翘曲度小于0.7%

								预审		1）叠层及阻抗
对于叠层及阻抗，客户无提供叠层或我们不能满足其叠层阻抗要求时需要确认（板厚、层数、阻抗线宽/间距相同的板件，叠层设计要一致，因残铜率相差过大，可更改设计，但需确认）

				4		钻孔		公用		1) PTH公差：+/-0.076mm；NPTH公差：+/-0.05mm；槽孔公差按：长 +/-0.13mm,宽 +/-0.1mm；

								公用		2)设计钻孔孔径即为成品钻孔孔径要求,包含过孔，但是不包含工艺边上的孔。																						新增		420304PCB板通用检查标准吴锐2022-11-16顾客质量要求评审表		增加孔的文件解读		20221205

				5		线路		公用		1) 对于外层基铜≤0.5oz的PCB、FPC产品的图形尺寸公差(包括：导线、孔环、焊盘和金手指)：
常规板暂时按以下快捷目前可达到标准执行      
① 4mil≤线宽线距＜6mil，要求±20%，线宽线距≥6mil要求±15%
② 3mil≤线宽线距＜4mil，要求±20μm（P1最小线宽3.5mil，线宽、间距太小P1、P3无法制作，需评审）
③ 线宽线距＜3mil，要求±15μm（线宽、间距太小，P1、P3无法制作，需评审）
④镍钯金板的bonding区域，3mil/3mil的bonding焊盘，按以下要求备注：（3mil/3mil的bonding焊盘，不管哪个工厂，需评审做法）
 bonding焊盘顶部宽度A≥55μm，bonding焊盘间距B≥45μm；










2）bonding焊盘尺寸公差：


																																客户新增		A001PCB通用加工要求吴锐2019-10-09顾客质量要求评审表		Bonding pad公差		20191210

				6		阻焊		公用		1) 顾客制板说明中没有要求时，绿色亮光阻焊油墨默认按NanYa LP-4G（其他颜色选用太阳、富林特、坂田等同油墨即可）；

								公用		2）焊盘间距>7mil时，需要保证有阻焊桥,如果客户设计文件贴片焊盘原稿开通窗（含多个开窗叠在一起这种情况）的，需要与顾客确认

				7		过孔工艺		公用		对于阻焊塞孔，塞油不小于孔深70%；

								公用		2）对于 WB（邦定焊盘） 区域有电镀填孔设计或树脂塞孔电镀填平的板子，EQ 时请移走孔 位；如客户确认无法移走，则与客户协商确认填孔凹陷按15μm管控																						新增		420304PCB板通用检查标准吴锐2022-11-16顾客质量要求评审表		邦定区域的过孔		20221205

				8		外形		公用		1) 外形未标注公差时，按+/-0.1mm；
2) 对于V-CUT板，板厚≤0.6mm，客户不接受我司默认单面v-cut的做法，要跟客户确认；
3) 注意：每个尺寸务必要测量!!!每个尺寸务必要测量!!!
4）对于标注的外形尺寸、孔径尺寸，如果与GERBER偏差≤2mil，以GERBER为准；如果与GERBER偏差＞2mil，应与顾客确认；













































								公用		5）如下图，客户设计只有一边V-cut连接的板，样品技术中心评审照做，限制批量（有一定板损，会增加一定报废率,需销售沟通增加成本）




								预审		光电板客户没拼版要求时，必须参考以下要求拼版并与客户确认；                                                                              光电板推荐排版方式
一.为解决毛刺和V-cut品质问题，推荐如下图所示排版方式：横向使用邮票孔连接（千万不可使用V-cut连接），竖向使用“V-CUT+附连边”连接）：
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                    
                           

										二.邮票孔设计：
1.孔径0.30—0.6mm（推荐0.4—0.5mm），邮票孔大小与连接处的无铜区面积大小呈正比；
2.孔径的1/2—2/3落在单元板内；
3.筋数2—5个（推荐3个），筋宽10—20mil（推荐15mil）；应随拼板尺寸的增大而增多（宽）；
4.单元间距：2mm


										三．附连边设计：
1.附连边宽度10—15mm（推荐10mm）；
2.铣板路径不要与V-CUT线平行，应错开0.5—1mm；目的为消除毛刺


				9		报告		预审		1）顾客要求提供以下报告：出货报告、可焊性测试报告（附测试实物）、镀层厚度测试报告、电性能测试报告、金相切片测试报告；

				10		特殊工艺		公用		金手指                                                                                                                                  1) 顾客要求金手指残留引线长度≤0.05mm(注意：手撕无法满足！！！)；
2）光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um；
3）金手指四面包金
此顾客的金手指板，当需要采用四面包金工艺时，需要核实客户拼板图附边上的反光点和定位孔的位置，要求定位孔靠两端，当顾客图纸为反光点靠两端时，需确认调换位置，便于生产在做手指时，提高手指品质和效率；
4）倒角角度为45°+/-15°，深度要求0.3mm+/-0.1mm
5）外层引线蚀刻须将引线残留长度控制在 0.2mm 以内或引线蚀刻后使用阻焊覆盖。																						新增		420304PCB板通用检查标准吴锐2022-11-16顾客质量要求评审表		金手指倒角角度和深度，以及引线残留		20221205

								公用		镍钯金                                                                                                                                  1) 镍钯金金厚＞0.1um，技术中心评审可以制作，不用与顾客确认 （陈黎阳评审 2015.8.12）；
2）镍钯金表面工艺
   ①如果是镍钯金表面工艺，且需满足“烘板125度8H不氧化”的要求，可以制作，正常镍钯金即可满足此要求（林楚涛评审 2019.8.07）
   ②顾客要求Ni:3-9μm，Pd：0.075-0.1μm，Au：0.075-0.1μm时，无需评审和反馈，指示生产即可																						描述修正
未明确满足“烘板125度8H不氧化”要求应如何制作		A00120191211答复_ 转发_ a001 预审的客规与cam的客规存在矛盾，麻烦反馈下		常规镍钯金即可满足“烘板125度8H不氧化”要求		20191212

				11		其它项		公用		1）光绘确认后再下线生产


								预审		2）勾选光电板
如是光电板则ERP报价条件需勾选光电板项，位置在限制批量上面；

								预审		3）C客户订单
如果销售提供的模版中注明：C客户订单；预审需要在预审指示中注明为:C客户订单

								预审		表面工艺需符合ROHS要求，表面工艺是有铅喷锡的可以直接更改为无铅喷锡																						客户新增		420304/420001关于A001客户订单表面处理要求事宜吴锐2019-11-08顾客质量要求评审表		订单需满足ROHS要求		20191114

								预审		EQ确认注意项：                                                                                                              客户要求图纸中有明确要求的指标，PCB/FPC供应商必须确保样品实物与图纸相符，不允许通过邮件、电话、附加文档、记录等方式进行更改。---图纸具体包括gerber和加工说明；
一．以下项目不允许在EQ中提出更改：--
A. 如下述要求存在冲突，贵司需要尽快与设计者确认(同时抄送给付世龙:shilong.fu@accelink.com)，达成一致后设计者需要升级gerber和加工说明，新版次再通过商务口发放，EQ确认单不再作为生产执行的依据。
① 材料要求（基材、铜厚、P片、油墨、覆盖膜、补强板、胶等）
② 外形尺寸及公差要求（板厚、板宽、孔中心距、图形到边距离、拼板尺寸、V-CUT角度和残厚、补强尺寸等）
③ 孔径及公差要求
④ 焊盘尺寸及公差要求
⑤ 表面处理及相关镀层厚度
⑥ 特殊测试要求（等离子、孔隙率、镀层粗糙度、挠曲测试等） 
⑦ 特殊工艺要求（埋阻容、埋铜、阶梯金手指、金手指四面包金、精密阻焊桥、多层FPC粘接等）
⑧ gerber与加工说明文件不一致----特别提示一下：出现gerber的尺寸和加工说明文件尺寸不一致的概率比较大，请务必谨慎审核。
二．以下项目允许在EQ中提出更改，我司研发同意后，供应商必须邮件知会MCE，作为样品认证的依据之一：---- MCE目前是王权,邮箱:65029@accelink.com，抄送给付世龙:shilong.fu@accelink.com    
① 阻焊开窗大小及形状
② 板边、孔边0.03mm范围以内的削铜、补铜
③ 未注明的圆角
④ 可靠性测试要求
⑤ 金手指包金引线处理方式
⑥ 丝印
⑦ 叠层结构及阻抗线宽线距调整
⑧ 外观要求
三.允许内部规范允许的补偿优化，超出规范的补偿优化需要EQ确认

               





																																新增		A001关于A001客户的光绘确认要求吴锐2020-06-08顾客质量要求评审表				20200810





CAM部分



				（A001）顾客特殊要求																												文件维护记录
备注：更新的正文内容以蓝色字体显示。

																																更改原因		更改依据				更新时间		更改责任人		审核责任人

				序号		分类		关注
类型		CAM制作																				防呆						更新内容简述

作者: 作者:
针对更改前和更改后的内容进行简单描述，新增的写新增


										信息掌握

				1		标记		公用		1)加我公司全套标记(不含周期)及客户型号（有工艺边的加在工艺边上，没工艺边的则加在单元板内），如为无铅表面工艺时，需要加无铅标记和ROHS，如下图：

								公用		2)顾客要求在单元板上加如下周期（无法加时需要与顾客确认）：










注意：对于有金手指的板，周期必须加在BOTTOM面金手指下方防焊区域如下图，非金手指板位置无要求:





















								CAM		3) 此客户若设计有附边，必须在附边上用阻焊字加所用板材型号，如：TU768、IT158、IT-180A、RF-35、RO4350，RO4003。。。等等，采用阻焊字，留意避开流胶点，字可以按目前周期的线宽及字高，没有附边的不用加；

								CAM		4) 此客户若设计有附边，必须在附边上（加在字符层，若无字符层，增加一层字符层）加上快捷公司生产型号（如：8A001008A0）,若无附边，则不加；

				2		验收标准		CAM		1）任何拼板均只接收1片单元报废板，超过1片不予以接收, 打叉板的数量不超过交货总量的5%，单位以SET计；

										2) 含有单元报废板的拼板必须单独包装，并且在内包装标签上注明报废板和数量信息；

		3				板材		公用		S1141板材替换为IT158板材规则

										S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

										客户代码				技术中心给出替换规则								工程执行要求

										A001				不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材								NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新规范执行。

		4		4		叠层阻抗翘曲		公用		翘曲度小于0.7%

				5		钻孔		公用		1) PTH公差：+/-0.076mm；NPTH公差：+/-0.05mm；槽孔公差按：长 +/-0.13mm,宽 +/-0.1mm；

								CAM		2）过孔不作补偿处理

								CAM		3）ERP各钻孔工序备注：孔壁粗糙度要求＜25μm

								公用		4)设计钻孔孔径即为成品钻孔孔径要求,包含过孔，但是不包含工艺边上的孔。																						新增		420304PCB板通用检查标准吴锐2022-11-16顾客质量要求评审表		增加孔的文件解读		20221205

				6		线路		公用		1) 对于外层基铜≤0.5oz的PCB、FPC产品的图形尺寸公差(包括：导线、孔环、焊盘和金手指)：
常规板暂时按以下快捷目前可达到标准执行      
① 4mil≤线宽线距＜6mil，要求±20%，线宽线距≥6mil要求±15%
② 3mil≤线宽线距＜4mil，要求±20μm（P1最小线宽3.5mil，线宽、间距太小P1、P3无法制作，需评审）
③ 线宽线距＜3mil，要求±15μm（线宽、间距太小，P1、P3无法制作，需评审）
④镍钯金板的bonding区域，3mil/3mil的bonding焊盘，按以下要求备注：（3mil/3mil的bonding焊盘，不管哪个工厂，需评审做法）
 bonding焊盘顶部宽度A≥55μm，bonding焊盘间距B≥45μm；







2）bonding焊盘尺寸公差：

																																客户新增		A001PCB通用加工要求吴锐2019-10-09顾客质量要求评审表		Bonding pad公差		20191210

				7		阻焊		公用		1) 顾客制板说明中没有要求时，绿色亮光阻焊油墨默认按NanYa LP-4G（其他颜色选用太阳、富林特、坂田等同油墨即可）；

								公用		2）焊盘间距>7mil时，需要保证有阻焊桥,如果客户设计文件贴片焊盘原稿开通窗（含多个开窗叠在一起这种情况）的，需要与顾客确认

								CAM		3）铜面上阻焊厚度不能超过30um；

				8		过孔工艺		公用		1）对于阻焊塞孔，塞油不小于孔深70%；

										2）对于 WB（邦定焊盘） 区域有电镀填孔设计或树脂塞孔电镀填平的板子，EQ 时请移走孔 位；如客户确认无法移走，则与客户协商确认填孔凹陷按15μm管控																						新增		420304PCB板通用检查标准吴锐2022-11-16顾客质量要求评审表		邦定区域的过孔		20221205

				9		外形		公用		1) 外形未标注公差时，按+/-0.1mm；
2) 对于V-CUT板，板厚≤0.6mm，客户不接受我司默认单面v-cut的做法，要跟客户确认；
3) 注意：每个尺寸务必要测量!!!每个尺寸务必要测量!!!
4）对于标注的外形尺寸、孔径尺寸，如果与GERBER偏差≤2mil，以GERBER为准；如果与GERBER偏差＞2mil，应与顾客确认；













































								公用		5）如下图，客户设计只有一边V-cut连接的板，样品技术中心评审照做，限制批量



								CAM		6）工艺边:
(1)无论客户是否有提供尺寸图，都需要提供尺寸图（注意：含工艺边尺寸）给生产；在ERP外形及终检工序备注工艺边的尺寸公差也要做管控。
(2)工艺边上允许加平衡铜，铜样式不限，但是距离外形线和V-CUT线1.5mm以上。

								CAM		7）C客户订单(预审会指示)
(1)针对C客户订单若客户设计两个卡槽距离为8.4mm时（类似如下图），CAM需要按以下规则备注（非8.4MM的卡槽不用理会）：
①C客户的公差要求，两个卡槽孔距离按8.4+/-0.05mm的公差控制，经过技术中心评审工程需要在ERP钻孔工序备注：卡槽位置处的孔采用新刀且采用难度板参数，一片一叠，不允许使用返磨的钻头，钻头使用次数不超过2000次,需工艺跟进；


















②在ERP终检工序备注：提供全尺寸测试（CPK统计）存档,图中卡槽间距要求8.4mm+/-0.05mm（CAM需要提供如上的尺寸图给生产）
(2)C客户产品板，拼板中间的工艺边边上若有槽，则需要按+/-0.1mm控制，如下：
由于顾客投诉如下中间附边附近的槽尺寸小，无法使用




















所以A001（C客户）产品板“拼板中间附边尺寸按+0.1/-0.1mm公差要求控制,如下图：











								CAM		8）尺寸图标注要求：
   工程给生产提供尺寸图纸时，需要将尺寸位置以序号标识，如下1,2,3,4.....(序号格式不做要求，目的便于产线员工填写报告使用)








				10		特殊工艺		公用		金手指                                                                                                                                  1) 顾客要求金手指残留引线长度≤0.05mm(注意：手撕无法满足！！！)；
2）光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um；
3）金手指四面包金
此顾客的金手指板，当需要采用四面包金工艺时，需要核实客户拼板图附边上的反光点和定位孔的位置，要求定位孔靠两端，当顾客图纸为反光点靠两端时，需确认调换位置，便于生产在做手指时，提高手指品质和效率；
4）倒角角度为45°+/-15°，深度要求0.3mm+/-0.1mm
5）外层引线蚀刻须将引线残留长度控制在 0.2mm 以内或引线蚀刻后使用阻焊覆盖。																						新增		420304PCB板通用检查标准吴锐2022-11-16顾客质量要求评审表		金手指倒角角度和深度，以及引线残留		20221205

								公用		镍钯金                                                                                                                                  1) 镍钯金金厚＞0.1um，技术中心评审可以制作，不用与顾客确认 （陈黎阳评审 2015.8.12）；
2）镍钯金表面工艺
   ①如果是镍钯金表面工艺，且需满足“烘板125度8H不氧化”的要求，可以制作，正常镍钯金即可满足此要求（林楚涛评审 2019.8.07）
   ②顾客要求Ni:3-9μm，Pd：0.075-0.1μm，Au：0.075-0.1μm时，无需评审和反馈，指示生产即可																						描述修正
未明确满足“烘板125度8H不氧化”要求应如何制作		A00120191211答复_ 转发_ a001 预审的客规与cam的客规存在矛盾，麻烦反馈下		常规镍钯金即可满足“烘板125度8H不氧化”要求		20191212

				11		其它项		公用		1）光绘确认后再下线生产
2）表面工艺需符合ROHS要求，表面工艺是有铅喷锡的可以直接更改为无铅喷锡
3)允许内部规范允许的补偿优化，超出规范的补偿优化需要EQ确认
																								工程预审为了防止出错，要求将此要求同步到CAM
A001关于A001客户的光绘确认要求吴锐2020-06-08顾客质量要求评审表		有铅喷锡可直接更改为无铅喷锡		20200506
20200810

				12		图纸要求		CAM		当产品出现类似下图这种的在单元板的右边靠近板边有多个PTH孔的设计时，需提供图纸给生产，在图纸上标注出从上往下数的第一个孔中心到板边的距离，并注明公差+/-0.1mm																								A001A001客户 PCB板检验规范吴锐2020-07-31顾客质量要求评审表 				20200925









































































































































FPC

						FPC要求																								更改依据		更新内容简述		更新时间

						1		对于双面FPC，0.3mm及以上的PTH孔径公差要求±0.05mm，0.3mm以下的PTH孔径公差要求±0.075mm；对于多层FPC，PTH孔径要求±0.075mm。若个别产品的加工说明中对孔径公差有加严要求，以加工说明为准。工程给终检提供图示单元板内的Mark点位置																						A001FPC通用加工要求更新吴锐2019-11-15顾客质量要求评审表		双面FPC孔公差区分由原来的3mm改为0.3mm		20200115

						2		请在钻孔工序备注：不允许使用返磨的钻头，钻头使用次数不超过2000次



						3		对于外层基铜小于等于0.5oz的PCB、FPC产品的图形尺寸公差(包括：导线、孔环、焊盘和金手指)：
常规板暂时按以下快捷目前可达到标准执行          
① 线宽线距≥4mil，要求±15%
② 3mil≤线宽线距＜4mil，要求±15μm
③ 线宽线距＜3mil，要求±12μm
④镍钯金板的bonding区域，3mil/3mil的bonding焊盘按以下要求执行：
   bonding焊盘顶部宽度A≥55μm，bonding焊盘间距B≥45μm



						4		焊盘间距≥0.4mm，焊盘之间应铺设阻焊



						5		需要确认光绘文件（同时指出主要修改点，比如焊盘泪滴扩大、金手指扩宽等），阻抗线宽线距调整需（EQ）确认后方可调整。



						6		选孔镀工艺（button plating）要求：
① 选孔镀范围不允许延伸至覆盖膜之下。
② 选孔镀范围至少距离覆盖膜0.15mm（客户回复：这里0.15mm的距离是指覆盖膜边缘到选孔镀范围边缘的距离，不计入渗胶范围。另外，溢胶要求控制到0.1mm以下）。
③ 选孔镀工序新增的表层铜厚应控制在25μm以下。











						7		7.外形：
① 单个订单数量达到1000pcs及以上的产品，必须使用模具冲切制作外形
② 激光外形工序推荐采用保护膜、保护油墨或其他可去除保护层，避免炭黑残留在表面。
③ 板边有焊盘，且间距≤0.2mm的情况不允许使用激光制作外形。 
④ FPC边缘必须光滑，不允许设计手工撕掉的连接筋。 
⑤ 模具冲切外形时不允许对铜箔上的覆盖膜直接进行冲切。
⑥外形线与板内线路基准点距离公差按照±0.1mm控制



						8		标记优先印在大铜箔表面（如下图），不允许印在信号线上，其他标记要求与刚性板相同，单个字符（仅针对快捷加印的字符，如周期、logo等）宽度限制5mil~12mil（推荐10mil）；高度限制15~30mil（推荐20mil）。英文使用宋体或罗马体字，数字使用宋体、罗马字体或液晶字体。不允许使用斜体、黑体或其他异形字体。



						9		表面处理 :
①电镀镍金工艺，首板金层厚度要求比加工说明大0.015μm。 
②化学沉镍金/镍钯金工艺，首板金层厚度要求比加工说明大0.01μm。 
③化学镍钯金工艺，金缸药水禁止使用纯还原药水体系。 
④镍钯金线钯缸和金缸的换缸频率不得超过2个MTO或2个月两者中先到者。



						10		电测：
电测后不允许有测试压痕；Bonding焊盘电测点不允许设置到焊盘中心；测试电压≥200V，测试电流≥180mA；绝缘电阻阈值≥10MΩ，导通电阻阈值≤50Ω



						11		板厚：
对于双层FPC，覆盖膜区域的板厚公差要求±0.03mm，补强板区域的板厚公差要求±0.05mm



						12		EQ确认注意项:见附件



						13		完成铜厚按照上限-下限≤8um，上限铜厚不超出28um管控																						A001FPC通用加工要求更新吴锐2019-11-15顾客质量要求评审表		“客户要求18um基铜，完成铜厚18um的情况下完成铜厚按照上下限10um，上限铜厚不超出28um管控”改为“完成铜厚按照上限-下限≤8um，上限铜厚不超出28um管控”		20200115



						14		补强板
补强板优选5mil 及以上厚度补强，当加工文件中补强要求5mil 以下时，需与客户确认																						A001FPC通用加工要求更新吴锐2019-11-15顾客质量要求评审表		新增		20200115

						15		EQ确认原则：允许内部规范允许的补偿优化，超出规范的补偿优化需要EQ确认
																						A001关于A001客户的光绘确认要求吴锐2020-06-08顾客质量要求评审表		新增		20200810
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客户要求图纸中有明确要求的指标，PCB/FPC供应商必须确保样品实物与图纸相符，不允许通过邮件、电话、附加文档、记录等方式进行更改。---图纸具体包括gerber和加工说明；


一．以下项目不允许在EQ中提出更改：--


    A. 如下述要求存在冲突，贵司需要尽快与设计者确认(同时抄送给付世龙:shilong.fu@accelink.com)，达成一致后设计者需要升级gerber和加工说明，新版次再通过商务口发放，EQ确认单不再作为生产执行的依据。


① 材料要求（基材、铜厚、P片、油墨、覆盖膜、补强板、胶等）



② 外形尺寸及公差要求（板厚、板宽、孔中心距、图形到边距离、拼板尺寸、V-CUT角度和残厚、补强尺寸等）


③ 孔径及公差要求


④ 焊盘尺寸及公差要求


⑤ 表面处理及相关镀层厚度



⑥ 特殊测试要求（等离子、孔隙率、镀层粗糙度、挠曲测试等） 


⑦ 特殊工艺要求（埋阻容、埋铜、阶梯金手指、金手指四面包金、精密阻焊桥、多层FPC粘接等）



⑧ gerber与加工说明文件不一致----特别提示一下：出现gerber的尺寸和加工说明文件尺寸不一致的概率比较大，请务必谨慎审核。


二．以下项目允许在EQ中提出更改，我司研发同意后，供应商必须邮件知会MCE，作为样品认证的依据之一：---- MCE目前是王权,邮箱:65029@accelink.com，抄送给付世龙:shilong.fu@accelink.com    


① 阻焊开窗大小及形状


② 板边、孔边0.03mm范围以内的削铜、补铜


③ 未注明的圆角


④ 可靠性测试要求


⑤ 金手指包金引线处理方式


⑥ 丝印


⑦ 叠层结构及阻抗线宽线距调整


⑧ 外观要求
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EQ确认注意事项.





